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レーザ協会第178回研究会
レーザ光源と加工技術の最新動向


【日時】2017年5月24日（水） 14:15～17:00
【会場】中央大学 後楽園キャンパス 6号館4階6426号室

〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
アクセスについては http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/ をご参照ください
【プログラム】

14:15～14:20　開会挨拶                                        レーザ協会会長

14:20～14:55　「中赤外 (~2 m) レーザー光源の開発と研究動向」



電気通信大学 レーザー新世代研究センター   戸倉川 正樹 氏
14:55～15:30　「金属光造形複合加工技術とその応用」
株式会社 松浦機械製作所　技術本部 AMテクノロジー   田中 隆三 氏
       15:30～15:45 休憩
15:45～16:20　「半導体レーザによる最新表面改質技術」
中日クラフト株式会社   金森 浩之 氏
16:20～16:55　「高出力半導体レーザによる高速切断技術」
ヤマザキマザック株式会社  技術本部 制御開発二部   飯領田 晃 氏
16:55～17:00　閉会挨拶
【申し込み先】レーザ協会ウェブページ http://jslt.jp/ 申し込みフォームよりお申し込みください
【問合せ先】中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科   庄司 一郎

    〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27  Tel: 03-3817-1867 / Fax: 03-3817-1847


    E-mail: ishoji@elect.chuo-u.ac.jp
